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Beschreibung
Verzinntes Gehäuse. Gütestufe III >= 50 Steckzyklen.

Verfügbare Varianten
ArtNr. Bezeichnung Polzahl Typ
34601.1 DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/09 9 E-DFCR/09
34602.1 DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/15 15 E-DFCR/15
34603.1 DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/25 25 E-DFCR/25
34604.1 DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/37 37 E-DFCR/37
34605.1 DSub Crimpgehäuse für Buchsenleisten, E-DFCR/50 50 E-DFCR/50


